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Abstract (en)
The method involves applying a liquid resin i.e. melamine resin, on a top side of a construction plate that is made of wood or wood material. The
resin is dried, and the plate is pressed under the influence of temperature so that the resin partially melts. The resin is applied in multiple layers and
each layer is dried before the next is applied. The resin is stained. A color layer is applied on the top side or on a bottom side under or between the
resin layers. Corundum is mixed into or scattered onto the resin layer. The sealing is performed simultaneously on the top and the bottom sides.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff mit einer Oberseite und einer Unterseite mit folgenden
Schritten vorgeschlagen: a) Auftragen von flüssigem Harz auf die Oberseite, b) Trocknen des Harzes, c) Verpressen der Bauplatte unter
Temperatureinfluss, wobei das Harz zumindest teilweise schmilzt. d) Einprägen eines zu der Holzmaserung korrespondierenden Reliefs.
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